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Representative applications of RISHO materials for LED heat release

リショー  放熱基板製作用材料
使用例のご紹介

樹脂つき銅箔     　　  ：CD-7004
アルミベースPWB材料  ：AC-7004
銅ベースPWB材料  ：CC-7004
高熱伝導性接着シート  ：AD-7005
ローフロー接着シート  ：AD-7006

■LED放熱対策用材料

　高輝度LEDやパワー半導体を搭載するプリント

配線板には、放熱対策の必要性が高まっておりま

す。

　利昌工業では、これらの放熱用基板を製作する

ための材料として、高い熱伝導性を持つ金属ベー

ス（アルミ板／銅板）のプリント配線板材料、熱

伝導性に優れた接着シート、樹脂つき銅箔などの

放熱材料を開発してまいりました。

　本稿では、これらの材料について使用例を含め

てご紹介させていただきます。

■適用例

1.金属プリント配線板　AC-7004/CC-7004

　CD-7004をアルミ板または銅板に貼り合わせた

AC-7004やCC-7004をエッチング加工し、放熱板

などに取り付けることで高熱伝導特性を持つ回路

基板を作成することができます。
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"Saba-Kaido "which is the old path used to transport 
Mackerel caught in Wakasa Bay to KYOTO on foot has 
run over the forest which RISHO KOGYO has in Shiga 
prefecture.
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　利昌工業は滋賀県高島市朽木小入谷

（くつきおにゅうだに）に約160ヘクター

ルの山林を所有しており、このうち約110

ヘクタールに、スギやヒノキを植えて、

年間約1100トンの二酸化炭素吸収に貢献

しております。「近畿の水がめ」である

琵琶湖が常に満々と水を湛えているの

は、ここに大小400以上の河川が注ぐほか

にも、周辺の山に降った雨や雪が湖底か

ら湧き出るからです。

　利昌工業では昭和51年から、「びわ湖

水資源の涵養」に資するために、この植

林事業に取り組んでおります。

■鯖街道の難所　根来坂峠
　この山林には「鯖街道」の難所である「根来

坂峠」（ねごりざかとうげ）があります。

　鯖街道とはその昔、若狭湾で獲れた鯖を塩漬

けにして、福井の小浜（おばま）から京都へ、

徒歩で運んだ古道です。その荷は40kgほどにも

なり、道中「♪京はとおても（遠くても）十八

里」と歌いながら、約80kmの行程を一晩かけて

京に着くと「ええ塩梅」の塩鯖になっていたそ

うです。

　複数ある鯖街道の中でも、根来坂峠(835m)を越

えるこのルートは、京都へ最短距離となるた

め、盛んに利用されたそうです。

■信長の退路にも
　根来坂峠は、滋賀と福井の県境にありますの

で、福井県では「根来坂峠」、滋賀県では「針

畑峠」（はりはたとうげ）と呼ばれています。

　織田信長が、越前朝倉攻めの最中、妹婿の浅

井長政の謀反を知り「是非もなし」と京へ撤退

するときに越えたとされるのが、この「針畑

峠」です。

　利昌工業の山林には「歴史の道」が通ってい

ます。これからハイキングに適した季節となり

ますので、是非一度お越しいただきたくご案内

申しあげます。
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▲利昌工業の山林（滋賀県高島市朽木小入谷）
　鯖街道の難所であり、また織田信長「金ケ崎撤退」の舞台ともなった根来坂峠
　（針畑峠）があります。

▲朽木（滋賀）へ ▲根来坂峠（針畑峠）　滋賀と福井の県境 ▲若狭（福井）から

■山林の社会貢献
若狭湾

根来坂峠
（針畑峠）
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■ラインナップ　Table.1：Line ups

　AC-7004は絶縁

層厚さ80μmのラ

インナップのみで

したが、新たに絶

縁特性を考慮した

12 0μm (品番：

AC-7004T)をライ

ンナップしまし

た。

　 ま た 、 U L

（Unde rw r i t e r s  

Laboratories）認証

も取得しており、

ダイレクトサポー

ト要求にも適合し

ております。

PETフィルム

絶縁層

PETフィルム

PETフィルム

絶縁層

銅箔

銅箔

絶縁層

アルミ板

銅箔

絶縁層

アルミ板

銅箔

絶縁層

銅板

樹脂系
Resin
code

用途
Classification

接着シート
Bonding sheet

樹脂つき銅箔
Resin Coated
Copper

アルミベース基板
Al base PWB
material

銅ベース基板
Cu base PWB
material

放熱基板材料
Heat release substrate

放熱基板用接着シート
High thermal conductive

bonding sheet

ローフロー接着シート
Low resin flow Bonding sheet

7004

7005

7006

－

AD-7005

AD-7006

CD-7004

－

－

AC-7004

－

－

CC-7004

－

－

PET film Insulating adhesive layer Cu foil Al plate Cu plateLayer legends：

AC-7004

エッチング加工
Etching

部品実装
Component mounting

熱

Fig.1
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■プリント配線板材料に求められる特性

　プリント配線板は、電子機器の設計・製造にお

いて極めて重要な役割を担っており、コンデンサ

や抵抗、LSIといった部品を搭載するものから、

半導体の素子を実装するものまで、用途にあわせ

てさまざまなサイズや種類があります。

　利昌工業では、このような用途にあわせたプリ

ント配線板材料（銅張積層板、以下CCL）を取り

揃えております。大部分のCCLは、ガラス布にエ

ポキシ樹脂を含浸させ、加熱・加圧成形して製造

されますので、樹脂の特性が、積層板の特性に大

きく影響します。そのため当社では、これまで顧

客のご要望により様々な樹脂を開発してまいりま

したが、次に述べるように、求められる特性にも

時代に応じた変化が見られます。

　その一つとして、環境負荷・人的負荷の原因と

されているハロゲン化合物やリン化合物を使用し

ない材料への要求が強まっております。

　さらに、電子機器の高性能化と小型化が進むに

つれ、プリント配線板にも薄型化・小型化・高多

層化が進んでいます。これにともない、高精度な

加工が必要となりますので、材料の寸法安定性、

特に加工時や使用時の反りを防ぐことが重要な課

題となってまいりました。

　これを受けて利昌

工業では、環境対応

と低反り化を両立さ

せた新しい高耐熱

CCL、CS-3667を開発

しましたのでご紹介

申しあげます。

ＣＳ-3667

Halogen free, Phosphate free, Metal hydroxide free
CCL which can restrain warp behavior for IC package

ハロゲンフリー、りんフリー、金属水酸化物フリー、
ソリを大幅に抑えたパッケージ用プリント配線板材料

▲CS-3667

▲FR-4

▲アルミベースプリント
　配線板材料　AC-7004

▲樹脂つき銅箔
　CD-7004

▲ローフロー接着シート
　AD-7006W（左）とAD-7006

▲白色プリント配線板材料
　CS-3965V ▲CS-3667

▲半導体搭載用プリント配線板

■CS-3667の特長

　CS-3667は環境負荷軽減のために、臭素系（ハ

ロゲン化合物）難燃剤はもとより、りん系の難燃

剤も使用していません。さらに金属水酸化物も使

用せずにUL94 V-0相当を達成しました。同時に

エポキシ樹脂の配合も新たに設計して、高耐熱性

も実現しております。

　低熱膨張化や高弾性化のためには、一般的に高

硬度なシリカ粒子が樹脂に配合されますが、CS-
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▼図１． 片面エッチング品のソリ比較
Fig.1 Warpage comparison of Single side etched CCL(Size：0.2×300×400mm 18μm/Double-sided)

　ガラスエポキシ板をエッチング加工し、放熱接

着シート(AD-7005)

を介してアルミ板な

どに貼り合わせるこ

とにより、簡易的に

熱対策基板を製作す

ることが出来ます。

　AD-7006は、それ

自身は熱伝導率の高

い材料ではありませ

んが、貼り合わせ時

の樹脂フローが少な

いという特徴があり

ます。プリント基板に仮接着して穴あけして金属

板と貼り合わせることで金属へのダイレクト接続

構造をとることができ、金属の熱伝導率を生かし

た熱対策基板を製作することができます。

　また、リフレクターとの一体構造を形成するこ

とができます。

AD-7005

アルミ板

貼り合わせ加工
Laminating

部品実装
Component mounting

熱

Fig.2

Fig.3

2. 放熱基板用途　AD-7005 AD-7006

ガラスエポキシ
基板
PWB

We supply many kinds of electronics materials to 

make LED or Power IC heat release substrate 

(Table.1). This issue introduces the line-ups of our 

material and shows how to use them to make heat 

release substrate(Fig.1～3).

プリント基板
(CS-3965Vなど)
White CCL

リフレクター
(CS-3965Vなど)
Reflector(White CCL)

AD-7006(W)

AD-7006(W)

AD-7006(W)

アルミ、銅など
Al or Cu

アルミ、銅､
ヒートシンクなど
Al,Cu or Heatsink

LEDLED

■一般特性　General properties

■標準仕様　Standard specifications

項目
Test items

銅箔引き剥がし強度
Peel strength

はんだ耐熱性
Solder limit

体積抵抗率
Volume resistivity

表面抵抗
Surface resistance

熱伝導度
Thermal resistance

ガラス転移温度(TMA)
Glass transition temp.

熱膨張係数(厚み)
CTE(Thickness)

樹脂厚み
Resin thickness

アルミ厚み
Al thickness

銅箔厚み
Cu thickness

単位
Unit

ｋＮ／ｍ

sec

MΩm

MΩ

W/mK

℃

ppm/℃

処理条件
Treatment

(35μｍ)

(18μｍ)

260℃

C-96/20/65

C-96/20/65

A

A

α１
α２

7004

1.5

1.2

300 OK

5.0×106

1.0×109

3.1

182

27

48

7005

1.6

1.3

300 OK

5.0×106

1.0×109

3.1

180

43

92

7006

2.3

1.8

300 OK

9.5×107

1.0×109

－

124

48

358

80、120μm

1.0、1.5、2.0mm

35、70μm

7004

40μm

－

－

7005

40μm

－

－

7006

CS-3965Vなど
White CCL


